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Schutzbeschichtung und Vergusstechnik
Auf Wunsch lackieren oder vergießen wir Baugruppen. 
Durch Schutzlackierung und Verguss werden elektroni-
sche Baugruppen gegen Umwelteinfl üsse wie Luftfeuch-
tigkeit, Kondensation, korrosionsbedingte Kriechströme 
oder gegen Verunreinigung der Oberfl ächen geschützt. 

Kompetenzen und technologische Möglichkeiten:

→ automatisches Lackieren, Dispensen und Verguss mit 
hauseigener Lackierlinie inkl. Lackofentrockner

→ selektives Conformal Coating

→ Verarbeitung UV-härtender Kleb- und Dichtstoffe

→ Verarbeitung von einer breiten Auswahl an Lacken 

→ Versiegelung von Leiterplatten Teilbereichen oder 
einzelner Bauteile

→ verschiedene Auftragsarten möglich (Dispensen, 
Jetten, Tauchen)

→ weitere Anwendungsbereiche: Dam & Fill, Dichten, 
Globe Top, Flip Chip Underfi ll, 1K- und 2K-Verguss, 
Auftragen von fl üssigen Wärmeleitmedien

→ Nanobeschichtung mit Certonal 

→ 2K-Verguss mit dynamischem Mischkopf

www.profectus-solutions.de

PROFECTUS GmbH Electronic Solutions

Sommerbergstraße 18 
98527 Suhl / Germany
Tel. +49 3681 45 24 100
info@profectus-solutions.de

Zuverlässig vorausgedacht

Ihr EMS-Partner in 
der Mitte Deutschlands

Die PROFECTUS GmbH Electronic Solutions agiert mitten in 
Deutschland und zentral in Europa – immer da, wo unsere 
Kunden uns brauchen. Durch langjährige Lieferantenbezie-
hungen und neueste Technik in der Elektronikfertigung sind 
wir stets für Sie vor Ort einsatzbereit. So unterhalten wir ne-
ben unserem Firmensitz auch an drei weiteren Standorten 
Vertriebsbüros.

PROFECTUS Kennzahlen im Überblick:
→ ca. 4.500 qm Produktionsfläche
→ > 105 Mitarbeiter
→ > 100 Neuentwicklungen bisher
→ > 500 verschiedene Baugruppen pro Jahr 
→ Kapazität zur Bestückung

ca. 2 Mio. Bauelemente pro Tag
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Industrie 4.0 beginnt mit der Leiterplatte 

Elektroniklösungen
für die Welt von heute 
und morgen
Industrierobotik, automatisierte Mobilität, digitalisierte 
Produktion, künstliche Intelligenz und Internet of Things
– Industrie 4.0 basiert auf einer der wichtigsten elektroni-
schen Komponenten technologieintensiver Branchen: die 
Leiterplatte. PROFECTUS entwickelt und bestückt hochwer-
tige elektronische Leiterplatten, Baugruppen, Geräte
und Systeme mit bis zu 4.000 oder mehr Einzelbauteilen pro 
Produkt. Das Resultat sind optimal auf die technologischen 
Anforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden abge-
stimmte Lösungen in jederzeit reproduzierbarer High-End-
Qualität – von der Schaltung bis zum fertigen Prüfsystem.

Das PROFECTUS Branchen Know-how:

Industrieelektronik

Gebäudetechnik

Sicherheitstechnik

Leistungselektronik
E-Mobility

Medizin

Baugruppen- und Gerätemontage
Einfache bis hin zu komplexer Teil-, Vor- und Endmontage 
von Baugruppen, Geräten und Systemen. Unsere gut aus-
gebildeten und qualifi zierten Mitarbeiter programmieren, 
konfektionieren, montieren und verdrahten die einzelnen 
Komponenten zu Modulen oder Ihrem Endprodukt.

Kompetenzen und technologische Möglichkeiten:

→ optimierte und standardisierte Montageabläufe 
nach Kundenvorgaben und Qualitätsrichtlinien

→ Verwendung von Drehmomentschraubendrehern 
(Atlas Copco) für reproduzierbare Anzugsmomente 
und Rückverfolgbarkeit

→ verschiedene Fügetechniken verfügbar (Nieten, 
Schrauben, Kleben, Löten)

→ Klebeplotter für höhere Stückzahlen und 
Prozesssicherheit

→ Einpressen von mechanischen Bauteilen

→ Isolationsprüfung, Hochspannungs- und 
Schutzleitermessung

→ Macromelt Verguss

→ End-of-Line Test

Gerätemontage

Maschinelle Oberfl ächen-
beschichtung



Stereo-Inspektion von 
SMD-Baugruppen

THT-Prozesse 
Wir fertigen nicht nur ein- oder beidseitig SMD-bestückte 
Baugruppen, fester Bestandteil unseres Angebots ist auch 
die Bestückung von THT-Bauteilen. Diese werden je nach 
Auftrag manuell oder automatisch gesetzt und können 
wahlweise auf einer Selektiv- oder Wellenlötanlage verlötet 
werden. Auf beiden Anlagen ist bleifreies sowie bleihaltiges 
Löten möglich.

Wellenlötverfahren 

Unsere Wellenlötanlage mit frei konfi gurierbaren Vorheiz-
bereich, garantiert die homogene und bauteilschonende 
Erwärmung von Baugruppen und ermöglicht die exakte 
Steuerung der Temperaturkurve und Funktionen zur auto-
matischen Prozesskontrolle.

Selektivlötverfahren 

Unsere Selektiv-Lötanlage ermöglicht durch individuelle 
Bearbeitung einzelner Lötstellen höchste Flexibilität, hohe 
Qualität, zuverlässige Prozesssicherheit und gute, sichere 
Reproduzierbarkeit der Lötergebnisse. 

Handlötprozess 
Ausgebildete Spezialisten verlöten bei kleinen Stückzahlen 
oder bei sehr schweren und großen Bauteilen die bestückten 
Bauelemente von Hand an speziellen Handarbeitsplätzen.

Prüf- und Testverfahren
Eine Vielzahl von speziellen Prüf- und Testverfahren 
gewährleistet die Qualität und Zuverlässigkeit der SMD-/
THT-bestückten Baugruppen und elektronischen Geräte. 

Elektrische Testverfahren:

→ In Circuit Test (ICT) / Flying Probe Test – hohe Flexibili-
tät auch bei starkem Produktmix und großen Stückzah-
len durch automatisches Handlings System (derzeit 5 
Magazine)

→ Functional Test (FCT) – Entwicklung sowie Herstellung 
speziell auf Kundenanforderungen zugeschnittener
Testadapter durch hausinternen Prüfmittelbau 

→ Boundary Scan Test

→ Inline Schaltkreisprogrammierung

→ Fehleranalyse

Dynamische Testverfahren: 

→ Klimatest/Tempern

→ Burn-In-Test

→ Run-In-Test

Qualitätskontrolle
Die Qualitätssicherung steht bei uns an erster Stelle. 
Wir unterstützen Sie, während des gesamten Produkt-
lebenszyklus die defi nierte Qualität zu prüfen und sicher-
zustellen, durch:

→ Null-Fehler-Strategie (hohe Ansprüche für die 
Qualität Ihres Produktes)

→ beste Rohstoffe und Materialien ausgewählter 
Lieferanten

→ Prüfung der Prozesse und Produkte durch Audits vor Ort

→ ICT, FKT, AOI, eigene Prüfmitteltechnik

→ Lebensdauertests

→ kundenspezifi sche Burn-In- und Run-In-Tests

→ Wareneingangs-/Warenausgangskontrollen

→ Produkt- und projektspezifi sche Funktionstests

→ Stückprüfungen

→ Bauteillagerung nach FIFO-Prinzip

→ Fertigung nach IPC-Standard

SMD-Bestückung
Unsere Fertigung besteht aus zwei modernen Siplace Hoch-
leistungsbestücklinien der neuesten Generation. Pro Stunde 
können sie bis zu 100.000 Komponenten verarbeiten, bei 
Bauteilgrößen von min. 200 µm x 400 µm bis zu max. 
200 mm x 125 mm. Dabei können wir Leiterplattengrößen 
von min. 50 x 50 mm bis max. 450 x 500 mm verarbeiten. 

PROFECTUS ist in der Lage auch anspruchsvollste Layouts 
und enge Pitch-Abstände zu realisieren:

→ Pitch ab 0,1mm

→ BGA /µBGA

→ Flip Chip

→ Shield

→ Bare Die

→ QFP, TSOP, PLCC

Unser vollautomatisches High-Speed Jetting Dosiersystem 
inklusive Pasten AOI, für Lotpaste und Kleber ermöglicht das 
Dispensen von Punkten, Linien, 3D und interpolierten Kurven 
auf mehreren Ebenen mit einer Positioniergenauigkeit von 
40 µm. Unser Maschinenpark mit seinen Bestückautomaten 
gewährleistet im Zusammenspiel mit 3D SPI und 3D AOI 
Geräten eine effi ziente und qualitativ hochwertige Leiter-
plattenbestückung.
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Das Vorausgedacht-Plus mit PROFECTUS:

Alles unter einem Dach
Projektbetreuung, Entwick-
lung, Prototypenbau, Labor 
und Prüfmittelerstellung

Wettbewerbsvorteil 
durch Kosteneffi zienz
Kalkulierbare Kosten und 
kalkulierbarer Personalbedarf 
bei gleichzeitig geringerer 
KapitalbindungLösungsorientierung 

auf Augenhöhe
Systematische Entwicklung 
individueller Lösungen durch 
Abstimmung aller Prozesse 
auf die Kundenbedürfnisse, 
technologischen Anforderungen 
und Einsatzumgebung

Vorausschauende und 
innovative Kultur
Einbindung neuester, markt-
fähiger Technologien, Produk-
tionsverfahren, System- und 
Logistiklösungen

Zertifi zierte Qualität 
und Service
Transparenz durch 
abgesicherte Prozess- 
und Produktqualität

CO2-reduzierte Entwick-
lung und Produktion 
Nachhaltig positive Klima-
und Energiebilanz durch 
Abdeckung von 2/3 des 
Strombedarfs durch Solar-
energie aus eigenem Photo-
voltaik-Kraftwerk

Das Herzstück unseres Unternehmens ist die umfassende 
hauseigene Fertigung. Alle Bereiche arbeiten hier Hand in 
Hand zusammen, um höchsten Ansprüchen an Qualität, Effi zi-
enz und Präzision zu entsprechen. Die homogen aufgebauten 
Fertigungslinien – von der vollautomatischen Inline-SMD-
Bestückung über die THT-Bestückung bis zur Gerätemontage 
und elektrischen Funktionstest – sind so aufeinander abge-
stimmt, dass alle Teilschritte, die ein Produkt während der 
Fertigung durchläuft, organisch ineinandergreifen.

SMD Rework Station:

→ universell einsetzbare 
Heißgas-Reworkstation 
für elektronische Kompo-
nenten und Baugruppen

→ gesamter Rework-Kreis-
lauf wird auf ein und dem-
selben System umgesetzt

→ Spektrum: von ganz klei-
nen Bauformen (008004) 
bis zum massiven BGA

→ Umbau von kompletten 
Serien möglich

Flexibles Full-Service-
Auftragsmanagement 
mit weltweiter 
Beschaffung

WEITERE AUTOMATISIERUNGEN

→ Erarbeitung automatisierter Lösungen für Qualität und 
Wirtschaftlichkeit

→ hauseigener Werkzeugbau zur Herstellung von 
individuellen Lötmasken und Hilfsmitteln zur Bestückung 
oder Montage sowie Testvorrichtungen

Baugruppenreinigung:

→ Entfernen von Flussmittelresten und Verunreinigungen 
in einem geschlossenen System

→ pH-neutraler Reiniger ist optimal ausgelegt für das 
Entfernen von Flussmittelresten

→ zu empfehlen bei Hochfrequenz- oder Hochspannungs-
anwendungen sowie bei Verguss- oder Lackierprozessen

SMD Reworkstation THT Handbestückung

Zertifi zierte 
Prozess- 
und Produkt-
qualität

DIN EN 
ISO 9001

Qualitätsmanagement

DIN EN 
ISO 14001

Umweltmanagement

DIN EN 
ISO 13485

QM Medizinprodukte

Flying Probe Test

Digitalmikroskop

Optische Testverfahren:

→ Solder Paste Inspection 
(SPI) – Lotpasteninspektion 
auf Basis exakt messender 
3D-Prüftechnik

→ Automatical Optical Inspec-
tion (AOI) – 3D Messtechnik 
misst bis zu 25 mm hohe 
Bauteile ohne Genauig-
keits abstiche in der 
Z-Achse

→ Röntgentechnik – Überprü-
fung der Lötstellen mittels 
innovativer Röntgentechnik 
bei BGAs und QFNs mit 
verdeckten Anschlüssen an 
der Bauteilunterseite


